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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】装置の薄型化を効果的に図ることが可能な情報
取得装置および物体検出装置を提供する。
【解決手段】投射ユニットは、レーザ光源１１０として
、フレームパッケージ型の半導体レーザを備える。レー
ザ光源１１０、コリメータレンズ１２０およびミラー１
３０が直線状に並び、且つ、ＤＯＥ１４０が目標領域に
対向するように、レーザ光源１１０、コリメータレンズ
１２０およびＤＯＥ１４０がベース４００上に設置され
る。レーザ光源１１０を構成するフレーム１１０ａの一
方の面が、ベース４００の表面に対向するように、レー
ザ光源１１０がベース４００に配される。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目標領域にドットパターンのレーザ光を投射する投射部と、
　前記目標領域を撮像する受光部と、
　前記投射部と前記受光部が並べて配されるベースと、を備え、
　前記投射部は；
　フレームパッケージ型のレーザ光源と、
　前記レーザ光源から出射されたレーザ光を平行光に変換するコリメータレンズと、
　前記コリメータレンズを透過した前記レーザ光を反射させるミラーと、
　前記ミラーによって反射された前記レーザ光を目標領域において所定のドットパターン
を有するレーザ光に変換して前記目標領域に投射する回折光学素子と、を備え、
　前記レーザ光源、前記コリメータレンズおよび前記ミラーが直線状に並び、且つ、前記
回折光学素子が目標領域に対向するように、前記レーザ光源、前記コリメータレンズ、お
よび前記回折光学素子が前記ベース上に設置され、
　前記レーザ光源を構成するフレームの厚み方向の一方の面が、前記ベースの表面に対向
するように、前記レーザ光源が前記ベースに配されている、
ことを特徴とする情報取得装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報取得装置において、
　前記レーザ光源は、前記フレームが前記ベースの表面に平行となるよう、配置されてい
る、
ことを特徴とする情報取得装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の情報取得装置において、
　前記レーザ光源を保持するレーザホルダをさらに備え、
　前記レーザ光源は、前記レーザホルダを介して、前記ベースに設置される、
ことを特徴とする情報取得装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の情報取得装置において、
　前記ベースには、前記フレームの前記厚み方向において前記レーザホルダに対向する位
置に、前記フレームから離れる方向に凹んだ段部が形成されている、
ことを特徴とする情報取得装置。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の情報取得装置において、
　前記ベースと前記レーザホルダは、熱伝導性を有する材料により構成され、
　前記ベースには、前記レーザホルダと前記ベースとの隙間に連通する位置に、当該隙間
にヒートジェルを塗布するための開口部が形成されている、
ことを特徴とする情報取得装置。
【請求項６】
　請求項３ないし５の何れか一項に記載の情報取得装置において、
　前記レーザホルダは、前記レーザ光源が挿入される収容部を有し、前記フレームの前記
厚み方向における前記収容部の幅が、前記厚み方向における前記レーザ光源の幅よりも大
きく設定され、
　前記収容部と前記レーザ光源との間の隙間に挿入される板ばねをさらに備え、
　前記板ばねは、前記隙間に挿入される際に前記収容部の内側面に当接して前記レーザ光
源に近づく方向に弾性変形する変形部と、前記レーザ光源に当接するとともに、前記変形
部に生じる復元力により前記レーザ光源を前記収容部の内側面に押し付ける当接部とを有
する、
ことを特徴とする情報取得装置。
【請求項７】



(3) JP 2015-206590 A 2015.11.19

10

20

30

40

50

　請求項６に記載の情報取得装置において、
　前記収容部は、前記レーザ光源の側面と当接して前記レーザ光源を所定の位置に位置決
めするための壁面と、前記レーザ光源が前記収容部に挿入される際に、前記レーザ光源に
当接して、前記レーザ光源を前記所定の位置に案内する傾斜面とを有する、
ことを特徴とする情報取得装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の情報取得装置において、
　前記壁面と前記レーザ光源の前記側面とが当接する位置において、前記収容部を外部に
臨ませる開放部が、前記レーザホルダに形成されている、
ことを特徴とする情報取得装置。
【請求項９】
　請求項６ないし８の何れか一項に記載の情報取得装置において、
　前記板ばねの前記復元力によって前記レーザ光源が押しつけられる前記内側面に、外部
に連通する溝部が形成され、当該溝部にヒートジェルが充填される、
ことを特徴とする情報取得装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし９の何れか一項に記載の情報取得装置において、
　前記ベースには、前記レーザ光源、前記コリメータレンズ、前記ミラーを装着するため
の構造が、前記目標領域に対向する面と反対側の面に、一体的に形成されている、
ことを特徴とする情報取得装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０の何れか一項に記載の情報取得装置を有する物体検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目標領域に光を投射したときの反射光の状態に基づいて目標領域内の物体を
検出する物体検出装置および当該物体検出装置に用いて好適な情報取得装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光を用いた物体検出装置が種々の分野で開発されている。いわゆる距離画像セン
サを情報取得装置として用いた物体検出装置では、２次元平面上の平面的な画像のみなら
ず、検出対象物体の奥行き方向の形状や動きを検出することができる。この種の情報取得
装置では、レーザ光源やＬＥＤ（Light Emitting Diode）から、予め決められた波長帯域
の光が目標領域に投射され、その反射光がＣＭＯＳイメージセンサ等の受光素子により受
光される。
【０００３】
　所定のドットパターンを持つレーザ光を目標領域に照射するタイプの情報取得装置では
、ドットパターンを持つレーザ光の目標領域からの反射光が受光素子によって受光される
。そして、受光素子上におけるドットの受光位置に基づいて、三角測量法を用いて、検出
対象物体の各部（検出対象物体上の各ドットの照射位置）までの距離が検出される（たと
えば、非特許文献１）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】第１９回日本ロボット学会学術講演会（２００１年９月１８－２０日）
予稿集、Ｐ１２７９－１２８０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記情報取得装置では、レーザ光源として、たとえば、ＣＡＮパッケージ型の半導体レ
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ーザが用いられる。他方、上記情報取得装置では、省スペース化を図るために、目標領域
に対するレーザ光の投射方向における装置の薄型化が要求される。かかる薄型化のために
、たとえば、レーザ光源の出射光軸をミラー等により折り曲げて、レーザ光を目標領域に
投射する構成が用いられ得る。しかしながら、この構成において、ＣＡＮパッケージ型の
半導体レーザが用いられると、ＣＡＮの径に応じた配置スペースを確保する必要があるた
め、情報取得装置の薄型化を効果的に図ることが困難となる。
【０００６】
　本発明は、この点に鑑みてなされたものであり、装置の薄型化を効果的に図ることが可
能な情報取得装置および物体検出装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様は、情報取得装置に関する。本態様に係る情報取得装置は、目標領
域にドットパターンのレーザ光を投射する投射部と、前記目標領域を撮像する受光部と、
前記投射部と前記受光部が並べて配されるベースと、を備える。ここで、前記投射部は、
フレームパッケージ型のレーザ光源と、前記レーザ光源から出射されたレーザ光を平行光
に変換するコリメータレンズと、前記コリメータレンズを透過した前記レーザ光を反射さ
せるミラーと、前記ミラーによって反射された前記レーザ光を目標領域において所定のド
ットパターンを有するレーザ光に変換して前記目標領域に投射する回折光学素子と、を備
える。前記レーザ光源、前記コリメータレンズおよび前記ミラーが直線状に並び、且つ、
前記回折光学素子が目標領域に対向するように、前記レーザ光源、前記コリメータレンズ
、および前記回折光学素子が前記ベース上に設置される。また、前記レーザ光源を構成す
るフレームの厚み方向の一方の面が、前記ベースの表面に対向するように、前記レーザ光
源が前記ベースに配されている。
【０００８】
　本発明の第２の態様は、物体検出装置に関する。本態様に係る物体検出装置は、上記第
１の態様に係る情報取得装置を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、装置の薄型化を効果的に図ることが可能な情報取得装置および物体検
出装置を提供することができる。
【００１０】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
ただし、以下に示す実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であ
って、本発明は、以下の実施の形態により何ら制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態に係る物体検出装置の構成を示す図である。
【図２】実施の形態に係る情報取得装置と情報処理装置の構成を示す図である。
【図３】実施の形態に係る目標領域に対するレーザ光の照射状態とイメージセンサ上のレ
ーザ光の受光状態を示す図である。
【図４】実施の形態に係る距離検出の手法を説明する図である。
【図５】実施の形態に係る情報取得装置の分解斜視図を示す図である。
【図６】実施の形態に係るレーザ光源とレーザホルダの組立過程を示す図である。
【図７】実施の形態に係るレーザ光源とレーザホルダの組立過程を示す図である。
【図８】実施の形態に係るレーザ光源とレーザホルダの組立過程を示す図である。
【図９】実施の形態に係るレーザ光源とレーザホルダの組立過程を示す図である。
【図１０】実施の形態に係るコリメータレンズとコリメータレンズホルダの組立過程を示
す図である。
【図１１】実施の形態に係るベースを示す図である。
【図１２】実施の形態に係る投射ユニットの組立過程を示す図である。
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【図１３】実施の形態に係る投射ユニットの組立過程を示す図である。
【図１４】実施の形態に係る情報取得装置を示す図である。
【図１５】実施の形態に係る投射光学系と受光光学系を示す図である。
【図１６】実施の形態に係るレーザ光源と比較例に係るレーザ光源の構成を示す図である
。
【図１７】実施の形態に係るレーザ光源と比較例に係るレーザ光源の構成を示す図である
。
【図１８】変更例に係るレーザ光源と比較例に係るレーザ光源の構成を示す図である。
【図１９】変更例に係る投射光学系と受光光学系を示す図である。
【図２０】変更例に係るレーザ光源の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態につき図面を参照して説明する。本実施の形態は、所定のド
ットパターンを持つレーザ光を目標領域に照射するタイプの情報取得装置に本発明を適用
したものである。
【００１３】
　以下に示す実施の形態において、投射ユニット１００は、特許請求の範囲に記載の「投
射部」に相当する。開口１１１ａは、特許請求の範囲に記載の「収容部」に相当する。切
り欠き１１１ｂは、特許請求の範囲に記載の「開放部」に相当する。段部１１１ｃ、１１
１ｄ、１１１ｆは、特許請求の範囲に記載の「壁面」に相当する。開口１１１ｇは、特許
請求の範囲に記載の「開放部」に相当する。溝１１１ｉは、特許請求の範囲に記載の「溝
部」に相当する。傾斜面１１１ｍ、１１１ｎは、特許請求の範囲に記載の「傾斜面」に相
当する。壁面１１１ｏ、１１１ｐは、特許請求の範囲に記載の「壁面」に相当する。凸部
１１２ａは、特許請求の範囲に記載の「当接部」に相当する。山折部１１２ｄは、特許請
求の範囲に記載の「変形部」に相当する。ＤＯＥ１４０は、特許請求の範囲に記載の「回
折光学素子」に相当する。受光ユニット２００は、特許請求の範囲に記載の「受光部」に
相当する。投射ハウジング部４１０は、特許請求の範囲に記載の「前記レーザ光源、前記
コリメータレンズ、前記ミラーを装着するための構造」に相当する。開口４１１ａは、特
許請求の範囲に記載の「開口部」に相当する。ただし、上記請求項と本実施の形態との対
応の記載はあくまで一例であって、請求項に係る発明を本実施の形態に限定するものでは
ない。
【００１４】
　まず、図１に本実施の形態に係る物体検出装置１の概略構成を示す。図示の如く、物体
検出装置１は、情報取得装置２と、情報処理装置３とを備えている。テレビ４は、情報処
理装置３からの信号によって制御される。
【００１５】
　情報取得装置２は、目標領域全体に赤外光を投射し、その反射光をＣＭＯＳイメージセ
ンサにて受光することにより、目標領域にある物体各部の距離（以下、「３次元距離情報
」という）を取得する。取得された３次元距離情報は、ケーブル５を介して情報処理装置
３に送られる。
【００１６】
　情報処理装置３は、たとえば、テレビ制御用のコントローラやゲーム機、パーソナルコ
ンピュータ等である。情報処理装置３は、情報取得装置２から受信した３次元距離情報に
基づき、目標領域における物体を検出し、検出結果に基づきテレビ４を制御する。
【００１７】
　たとえば、情報処理装置３は、受信した３次元距離情報に基づき人を検出するとともに
、３次元距離情報の変化から、その人の動きを検出する。たとえば、情報処理装置３がテ
レビ制御用のコントローラである場合、情報処理装置３には、受信した３次元距離情報か
らその人のジェスチャを検出するとともに、ジェスチャに応じてテレビ４に制御信号を出
力するアプリケーションプログラムがインストールされている。
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【００１８】
　また、たとえば、情報処理装置３がゲーム機である場合、情報処理装置３には、受信し
た３次元距離情報からその人の動きを検出するとともに、検出した動きに応じてテレビ画
面上のキャラクタを動作させ、ゲームの対戦状況を変化させるアプリケーションプログラ
ムがインストールされている。
【００１９】
　図２は、情報取得装置２と情報処理装置３の構成を示す図である。
【００２０】
　情報取得装置２は、光学部の構成として、投射光学系１０と受光光学系２０とを備えて
いる。投射光学系１０と受光光学系２０は、Ｘ軸方向に並ぶように、情報取得装置２に配
置される。
【００２１】
　投射光学系１０は、レーザ光源１１０と、コリメータレンズ１２０と、ミラー１３０と
、回折光学素子（ＤＯＥ：Diffractive Optical Element）１４０を備えている。また、
受光光学系２０は、アパーチャ２１０と、撮像レンズ２２０と、フィルタ２３０と、ＣＭ
ＯＳイメージセンサ２４０とを備えている。この他、情報取得装置２は、回路部の構成と
して、ＣＰＵ（Central Processing Unit）２１と、レーザ駆動回路２２と、撮像信号処
理回路２３と、入出力回路２４と、メモリ２５を備えている。
【００２２】
　レーザ光源１１０は、受光光学系２０に近づく方向（Ｘ軸正方向）に波長８３０ｎｍ程
度の狭波長帯域のレーザ光を出力する。コリメータレンズ１２０は、レーザ光源１１０か
ら出射されたレーザ光を略平行光に変換する。
【００２３】
　ミラー１３０は、コリメータレンズ１２０側から入射されたレーザ光をＤＯＥ１４０に
向かう方向（Ｚ軸方向）に反射する。
【００２４】
　ＤＯＥ１４０は、入射面に回折パターンを有する。この回折パターンによる回折作用に
より、ＤＯＥ１４０に入射したレーザ光は、所定のドットパターンのレーザ光に変換され
て、目標領域に照射される。
【００２５】
　ＤＯＥ１４０の回折パターンは、たとえば、ステップ型の回折ホログラムが所定のパタ
ーンで形成された構造とされる。回折ホログラムは、コリメータレンズ１２０により略平
行光とされたレーザ光をドットパターンのレーザ光に変換するよう、パターンとピッチが
調整されている。ＤＯＥ１４０は、ミラー１３０から入射されたレーザ光を、放射状に広
がるドットパターンのレーザ光として、目標領域に照射する。
【００２６】
　目標領域から反射されたレーザ光は、アパーチャ２１０を介して撮像レンズ２２０に入
射する。
【００２７】
　アパーチャ２１０は、撮像レンズ２２０のＦナンバーに合うように、外部からの光に絞
りを掛ける。撮像レンズ２２０は、アパーチャ２１０を介して入射された光をＣＭＯＳイ
メージセンサ２４０上に集光する。フィルタ２３０は、レーザ光源１１０の出射波長（８
３０ｎｍ程度）を含む赤外の波長帯域の光を透過し、可視光の波長帯域をカットするバン
ドパスフィルタである。
【００２８】
　ＣＭＯＳイメージセンサ２４０は、撮像レンズ２２０にて集光された光を受光して、画
素毎に、受光量に応じた信号（電荷）を撮像信号処理回路２３に出力する。ここで、ＣＭ
ＯＳイメージセンサ２４０は、各画素における受光から高レスポンスでその画素の信号（
電荷）を撮像信号処理回路２３に出力できるよう、信号の出力速度が高速化されている。
【００２９】
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　ＣＰＵ２１は、メモリ２５に格納された制御プログラムに従って各部を制御する。かか
る制御プログラムによって、ＣＰＵ２１には、レーザ光源１１０を制御するためのレーザ
制御部２１ａと、３次元距離情報を生成するための距離取得部２１ｂの機能が付与される
。
【００３０】
　レーザ駆動回路２２は、ＣＰＵ２１からの制御信号に応じてレーザ光源１１０を駆動す
る。
【００３１】
　撮像信号処理回路２３は、ＣＭＯＳイメージセンサ２４０を制御して、所定の撮像間隔
で、ＣＭＯＳイメージセンサ２４０により生成された各画素の信号（電荷）をライン毎に
順次取り込む。そして、取り込んだ信号を順次ＣＰＵ２１に出力する。ＣＰＵ２１は、撮
像信号処理回路２３から供給される信号（撮像信号）をもとに、情報取得装置２から検出
対象物の各部までの距離を、距離取得部２１ｂによる処理によって算出する。入出力回路
２４は、情報処理装置３とのデータ通信を制御する。
【００３２】
　情報処理装置３は、ＣＰＵ３１と、入出力回路３２と、メモリ３３を備えている。なお
、情報処理装置３には、同図に示す構成の他、テレビ４との通信を行うための構成や、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ等の外部メモリに格納された情報を読み取ってメモリ３３にインストールする
ためのドライブ装置等が配されるが、便宜上、これら周辺回路の構成は図示省略されてい
る。
【００３３】
　ＣＰＵ３１は、メモリ３３に格納された制御プログラム（アプリケーションプログラム
）に従って各部を制御する。かかる制御プログラムによって、ＣＰＵ３１には、画像中の
物体を検出するための物体検出部３１ａと、物体の動きに応じて、テレビ４の機能を制御
するための機能制御部３１ｂの機能が付与される。かかる制御プログラムは、たとえば、
図示しないドライブ装置によってＣＤ－ＲＯＭから読み取られ、メモリ３３にインストー
ルされる。
【００３４】
　物体検出部３１ａは、情報取得装置２から供給される３次元距離情報から画像中の物体
の形状を抽出し、抽出した物体形状の動きを検出する。機能制御部３１ｂは、物体検出部
３１ａによる検出結果に応じて所定の処理を実行する。たとえば、制御プログラムがゲー
ムプログラムである場合、機能制御部３１ｂは、物体検出部３１ａによって検出された人
の動き（ジェスチャ）に応じてテレビ画面上のキャラクタを動作させるための処理を実行
する。また、制御プログラムがテレビ４の機能を制御するためのプログラムである場合、
機能制御部３１ｂは、物体検出部３１ａから人の動き（ジェスチャ）に応じた信号に基づ
き、テレビ４の機能（チャンネル切り替えやボリューム調整、等）を制御するための処理
を実行する。
【００３５】
　入出力回路３２は、情報取得装置２とのデータ通信を制御する。
【００３６】
　投射光学系１０と受光光学系２０は、投射光学系１０の投射中心と受光光学系２０の撮
像中心がＸ軸に平行な直線上に並ぶように、Ｘ軸方向に所定の距離をもって並んで設置さ
れる。
【００３７】
　図３（ａ）は、目標領域に対するレーザ光の照射状態を模式的に示す図、図３（ｂ）は
、ＣＭＯＳイメージセンサ２４０におけるレーザ光の受光状態を模式的に示す図である。
なお、図３（ｂ）には、便宜上、目標領域に平坦な面（スクリーン）とスクリーンの前に
人物が存在するときの受光状態が示されている。
【００３８】
　図３（ａ）に示すように、投射光学系１０からは、ドットパターンを持ったレーザ光（
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以下、このパターンを持つレーザ光の全体を「ＤＰ光」という）が、目標領域に照射され
る。図３（ａ）には、ＤＰ光の光束領域が実線の枠によって示されている。ＤＰ光の光束
中には、ＤＯＥ１４０による回折作用により生成されるドット領域（以下、単に「ドット
」という）が、ＤＯＥ１４０による回折作用によるドットパターンに従って点在している
。
【００３９】
　目標領域に平坦な面（スクリーン）が存在すると、これにより反射されたＤＰ光は、図
３（ｂ）のように、ＣＭＯＳイメージセンサ２４０上に分布する。
【００４０】
　図３（ｂ）には、ＣＭＯＳイメージセンサ２４０上のＤＰ光の全受光領域が破線の枠に
よって示され、ＣＭＯＳイメージセンサ２４０の撮像有効領域に入射するＤＰ光の受光領
域が実線の枠によって示されている。図３（ａ）に示す目標領域上におけるＤｔ０の光は
、ＣＭＯＳイメージセンサ２４０上では、図３（ｂ）に示すＤｔ０’の位置に入射する。
【００４１】
　図４は、本実施の形態に係る距離検出手法を説明する図である。
【００４２】
　図４に示すように、投射光学系１０から所定の距離Ｌｓの位置に、Ｚ軸方向に垂直な平
坦な反射平面ＲＳが配置される。出射されたＤＰ光は、反射平面ＲＳによって反射され、
受光光学系２０のＣＭＯＳイメージセンサ２４０に入射する。これにより、ＣＭＯＳイメ
ージセンサ２４０から、撮像有効領域内の画素毎の電気信号が出力される。出力された画
素毎の電気信号の値（画素値）は、図２のメモリ２５上に展開される。
【００４３】
　以下、反射平面ＲＳからの反射によって得られた全画素値からなる画像を、「基準画像
」、反射平面ＲＳを「基準面」と称する。
【００４４】
　たとえば、図４に示すように距離Ｌｓよりも近い位置に物体がある場合、基準画像上の
領域Ｓｎに対応するＤＰ光（ＤＰｎ）は、物体によって反射され、領域Ｓｎとは異なる領
域Ｓｎ’に入射する。投射光学系１０と受光光学系２０はＸ軸方向に隣り合っているため
、領域Ｓｎに対する領域Ｓｎ’の変位方向はＸ軸に平行となる。図４の場合、物体が距離
Ｌｓよりも近い位置にあるため、領域Ｓｎ’は、領域Ｓｎに対してＸ軸正方向に変位する
。物体が距離Ｌｓよりも遠い位置にあれば、領域Ｓｎ’は、領域Ｓｎに対してＸ軸負方向
に変位する。
【００４５】
　領域Ｓｎに対する領域Ｓｎ’の変位方向と変位量をもとに、投射光学系１０からＤＰ光
（ＤＰｎ）が照射された物体の部分までの距離Ｌｒが、距離Ｌｓを用いて、三角測量法に
基づき算出される。同様にして、他の領域に対応する物体の部分について、投射光学系１
０からの距離が算出される。かかる算出手法の詳細は、たとえば、上記非特許文献１（第
１９回日本ロボット学会学術講演会（２００１年９月１８－２０日）予稿集、Ｐ１２７９
－１２８０）に示されている。
【００４６】
　図５は、本実施の形態に係る情報取得装置２の構成を示す分解斜視図である。
【００４７】
　図５を参照して、情報取得装置２は、投射ユニット１００と、受光ユニット２００と、
回路基板３００と、ベース４００を備えている。なお、図２に示すＣＰＵ２１、レーザ駆
動回路２２、入出力回路２４およびメモリ２５は、回路基板３００に配され、撮像信号処
理回路２３は、イメージセンサ回路基板２４１に配されている。
【００４８】
　投射ユニット１００は、図２に示す投射光学系１０（レーザ光源１１０～ＤＯＥ１４０
）の他に、レーザホルダ１１１と、コリメータレンズホルダ１２１と、押さえばね１２２
を備えている。レーザホルダ１１１は、レーザ光源１１０を保持し、コリメータレンズホ
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ルダ１２１は、コリメータレンズ１２０を保持し、押さえばね１２２は、コリメータレン
ズホルダ１２１をベース４００に装着するために用いられる。
【００４９】
　また、受光ユニット２００は、上述の受光光学系２０（アパーチャ２１０～ＣＭＯＳイ
メージセンサ２４０）の他に、レンズバレル２５０と、撮像レンズホルダ２６０と、イメ
ージセンサ回路基板２４１を備えている。レンズバレル２５０は、アパーチャ２１０と撮
像レンズ２２０を保持し、撮像レンズホルダ２６０は、レンズバレル２５０とフィルタ２
３０を保持する。また、イメージセンサ回路基板２４１には、ＣＭＯＳイメージセンサ２
４０が設置される。イメージセンサ回路基板２４１は、ＦＰＣ３０１によって回路基板３
００に接続されている。
【００５０】
　図５には、レンズバレル２５０に保持されるアパーチャ２１０と撮像レンズ２２０のう
ち、アパーチャ２１０が示されている。また、フィルタ２３０は、撮像レンズホルダ２６
０のＺ軸負側の面に装着されている。
【００５１】
　投射ユニット１００は、ベース４００のＺ軸負側の面に設置される。また、アパーチャ
２１０、撮像レンズ２２０およびフィルタ２３０は、レンズバレル２５０と撮像レンズホ
ルダ２６０を介してベース４００のＺ軸負側の面に設置される。
【００５２】
　図６（ａ）は、レーザ光源１１０とレーザホルダ１１１の分解斜視図である。図６（ｂ
）は、レーザ光源１１０とレーザホルダ１１１が組み立てられた状態の構成体を示す斜視
図である。以下、Ｘ軸正方向を前方向、Ｙ軸正方向を左方向、Ｚ軸正方向を上方向とし、
適宜、上下左右前後を用いて説明を行う。
【００５３】
　図６（ａ）を参照して、レーザ光源１１０は、板ばね１１２によって、レーザホルダ１
１１に装着される。また、レーザホルダ１１１には、治具装着部材１１３が装着される。
治具装着部材１１３は、レーザ光源１１０の位置調整の際に用いられる。すなわち、ベー
ス４００に対してレーザ光源１１０を位置調整する際に、治具装着部材１１３に位置調整
用の治具が装着される。
【００５４】
　図７（ａ）は、レーザ光源１１０と板ばね１１２をＺ軸正側（上側）から見た斜視図、
図７（ｂ）は、レーザ光源１１０と板ばね１１２をＺ軸負側（下側）から見た斜視図であ
る。図７（ｃ）は、レーザホルダ１１１と治具装着部材１１３をＺ軸正側（上側）から見
た斜視図、図７（ｄ）は、レーザホルダ１１１と治具装着部材１１３をＺ軸負側（下側）
から見た斜視図である。
【００５５】
　図７（ａ）、図７（ｂ）を参照して、レーザ光源１１０は、フレームパッケージ型の半
導体レーザである。レーザ光源１１０は、フレーム１１０ａと、モールド１１０ｂと、レ
ーザ素子１１０ｃと、３つの端子１１０ｄを備えている。
【００５６】
　フレーム１１０ａは、Ｚ軸方向に扁平な形状を有する。フレーム１１０ａは、レーザ素
子１１０ｃにより発生する熱を放熱するため、熱伝導性に優れる金属等により形成される
。フレーム１１０ａには、モールド１１０ｂが形成されている。モールド１１０ｂは、Ｘ
軸正方向が開口した樹脂製の枠部材である。レーザ素子１１０ｃは、フレーム１１０ａ上
のモールド１１０ｂに囲われた中央の位置に配置されている。レーザ素子１１０ｃは、ワ
イヤー等により３つの端子１１０ｄと電気的に接続されている。各端子１１０ｄは、回路
基板３００に搭載されたレーザ駆動回路２２に電気的に接続される。
【００５７】
　フレーム１１０ａの前側の中央部は、櫛歯状に前方に突出した突部１１０ｅが形成され
ている。また、フレーム１１０ａの左端前面部１１０ｆおよび右端前面部１１０ｇは、そ
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れぞれ、ＹＺ平面に平行な平面となっている。また、フレーム１１０ａの右側面には、段
部１１０ｈが形成され、段部１１０ｈの右側面は、ＸＺ平面に平行な平面となっている。
右端前面部１１０ｇと段部１１０ｈとの境界は、角が面取りされた滑らかな曲面となって
いる。
【００５８】
　フレーム１１０ａの下面１１０ｉは、ＸＹ平面に平行な平面となっている。また、フレ
ーム１１０ａには、モールド１１０ｂの外側に、２つの鍔部１１０ｊ、１１０ｋが左右対
称に形成されている。２つの鍔部１１０ｊ、１１０ｋの上面は、ＸＹ平面に平行な平面と
なっている。鍔部１１０ｋの側縁に、上記段部１１０ｈが形成されている。
【００５９】
　板ばね１１２は、バネ性のある板状の部材であり、図示の如く、前端部と左右の端部が
、それぞれ、下方向に折り曲げられた形状を有する。板ばね１１２の左右の端縁には、下
方向に突出する凸部１１２ａ、１１２ｂが形成されている。凸部１１２ａ、１１２ｂの先
端は、それぞれ、円弧状になっている。また、板ばね１１２の中央には開口１１２ｃが設
けられており、開口１１２ｃの前側端縁から、斜め上方向に突出するように、山折部１１
２ｄが形成されている。山折部１１２ｄの頂部は、ＸＺ平面の断面が円弧状になっている
。また、板ばね１１２の後端の中央には、鉤状に折り曲げられた鉤部１１２ｅが形成され
ている。
【００６０】
　図７（ｃ）、図７（ｄ）を参照して、レーザホルダ１１１は、略立方体形状の保持部材
である。レーザホルダ１１１は、レーザ光源１１０により発生する熱を放熱するため、熱
伝導性に優れる金属（亜鉛、マグネシウム等）により形成されている。レーザホルダ１１
１には、中央に、レーザ光源１１０と板ばね１１２を収容するための開口１１１ａが形成
されている。また、レーザホルダ１１１の左側面には、開口１１１ａに続く切り欠き１１
１ｂが、レーザ光源１１０の形状に沿うように、形成されている。
【００６１】
　図６（ａ）を参照して、レーザホルダ１１１の開口１１１ａは、上部の左右方向の幅が
下部の左右方向の幅よりも小さくなっている。また、開口１１１ａ上部の左右方向の幅は
、板ばね１１２の左右方向の幅よりもやや大きくなっており、開口１１１ａ下部の左右方
向の幅は、レーザ光源１１０の左右方向の幅よりもやや大きくなっている。
【００６２】
　開口１１１ａの前方の内側面には、段部１１１ｃ、１１１ｄと、外部に続く円形の開口
１１１ｅが形成されている。段部１１１ｃ、１１１ｄの後側面は、ＹＺ平面に平行な平面
となっている。また、開口１１１ａの右方の内側面には、段部１１１ｆと、外部に続く方
形状の開口１１１ｇが形成されている。段部１１１ｆの左側面は、ＸＺ平面に平行な平面
となっている。また、開口１１１ａの底面は、ＸＹ平面に平行な平坦部１１１ｈとなって
おり、この平坦部１１１ｈに続くように、ヒートジェルを注入するための溝１１１ｉが形
成されている。さらに、レーザホルダ１１１の上面には、板ばね１１２の鉤部１１２ｅと
係合する溝１１１ｊが形成されている。
【００６３】
　図７（ｃ）、図７（ｄ）に戻り、レーザホルダ１１１の下側面および右側面には、治具
装着部材１１３を装着するための溝１１１ｋが形成されている。また、レーザホルダ１１
１の前側面は、ＹＺ平面に平行な平坦部１１１ｌとなっている。
【００６４】
　治具装着部材１１３は、レーザホルダ１１１を左右に挟み、且つ、溝１１１ｋに嵌り込
む形状を有している。図７（ｃ）に示すように、治具装着部材１１３には、Ｌ字状に段部
１１３ａが形成されている。治具装着部材１１３は、段部１１３ａが形成されることによ
り、前後方向の厚みが小さくなっている。治具装着部材１１３の、段部１１３ａが形成さ
れた部分が、レーザホルダ１１１の溝１１１ｋに嵌まり込むことで、治具装着部材１１３
がレーザホルダ１１１に装着される。
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【００６５】
　図６（ａ）を参照して、レーザ光源１１０のレーザホルダ１１１への装着時には、板ば
ね１１２がレーザ光源１１０の上に重ねられた状態で、レーザ光源１１０と板ばね１１２
が、後方から、レーザホルダ１１１の開口１１１ａに挿入される。レーザ光源１１０は、
開口１１１ａの内側面によって移動が規制されるまで、前方に押し込まれる。また、板ば
ね１１２は、鉤部１１２ｅがレーザホルダ１１１の溝１１１ｊに係合するまで、前方に押
し込まれる。このとき、板ばね１１２の山折部１１２ｄが開口１１１ａの上方の内側面に
押されて下方向に撓み、山折部１１２ｄの復元力によって、レーザ光源１１０の底面が開
口１１１ａの平坦部１１１ｈに押し付けられる。
【００６６】
　なお、このように板ばね１１２によってレーザ光源１１０を開口１１１ａの平坦部１１
１ｈに押し付ける構成は、請求項６に記載の構成の一例である。
【００６７】
　図８（ａ）、（ｂ）は、レーザ光源１１０がレーザホルダ１１１に装着される様子を示
す断面図である。なお、図７（ａ）、（ｂ）は、図６（ａ）に示すレーザ光源１１０とレ
ーザホルダ１１１をＡ－Ａ’平面で切断したときの断面図が示されている。
【００６８】
　図８（ａ）を参照して、上記のように、レーザ光源１１０と板ばね１１２がレーザホル
ダ１１１の開口１１１ａに挿入されると、フレーム１１０ａの前側中央部に櫛歯状に形成
された突部１１０ｅが、レーザホルダ１１１の開口１１１ａ前方に形成された傾斜面１１
１ｍ、１１１ｎに当接する。さらに、レーザ光源１１０と板ばね１１２がレーザホルダ１
１１に挿入されると、突部１１０ｅが、傾斜面１１１ｍ、１１１ｎに案内されて、壁面１
１１ｏ、１１１ｐの間に嵌り込む。壁面１１１ｏ、１１１ｐは、Ｘ―Ｚ平面に平行な平面
であり、壁面１１１ｏ、１１１ｐ間の距離は、突部１１０ｅの左右方向の幅よりも僅かに
大きい。その後、さらに、レーザ光源１１０と板ばね１１２がレーザホルダ１１１に挿入
されると、レーザ光源１１０の左端前面部１１０ｆと右端前面部１１０ｇが、それぞれ、
レーザホルダ１１１の段部１１１ｃ、段部１１１ｄに当接する。これにより、レーザ光源
１１０をさらに押し込めなくなる。こうして、図８（ｂ）に示すように、レーザ光源１１
０の挿入が完了する。
【００６９】
　図８（ｂ）の状態において、レーザ光源１１０は、左端前面部１１０ｆと右端前面部１
１０ｇが、それぞれ、レーザホルダ１１１の段部１１１ｃ、段部１１１ｄに当接すること
により、前後方向の位置が決定される。また、レーザ光源１１０は、突部１１０ｅがレー
ザホルダ１１１の壁面１１１ｏ、１１１ｐ間に嵌まり込み、さらに、段部１１０ｈが、レ
ーザホルダ１１１のＸ軸正方向の内側面の段部１１１ｆに当接することにより、左右方向
の位置が決定される。これにより、レーザ光源１１０のレーザ素子１１０ｃの出射部が、
レーザホルダ１１１の開口１１１ｅの中心に位置付けられる。
【００７０】
　このようにレーザ光源１１０を所定の位置に位置付けるためにレーザホルダ１１１に段
部１１１ｃ、１１１ｄ、段部１１１ｆ、壁面１１１ｏ、１１１ｐおよび傾斜面１１１ｍ、
１１１ｎを設ける構成は、請求項７に記載の構成の一例である。
【００７１】
　図８（ｂ）の状態において、レーザホルダ１１１の左側面には、切り欠き１１１ｂが設
けられているため、この切り欠き１１１ｂを介して内部を見ることにより、レーザ光源１
１０の左端前面部１１０ｆが、レーザホルダ１１１の段部１１１ｃに当接しているかを容
易に確認することができる。また、レーザホルダ１１１の右側面には、開口１１１ｇが設
けられているため、この開口１１１ｇを介して内部を見ることにより、レーザ光源１１０
の右端前面部１１０ｇが、レーザホルダ１１１の段部１１１ｄに当接しているかを容易に
確認することができる。
【００７２】
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　このように、レーザホルダ１１１に対するレーザ光源１１０の装着状態を確認するため
に切り欠き１１１ｂと開口１１１ｇを設ける構成は、請求項８に記載の構成の一例である
。
【００７３】
　図９（ａ）～図９（ｄ）は、レーザ光源１１０と板ばね１１２が、レーザホルダ１１１
の開口１１１ａに完全に挿入された状態を示す図である。図９（ａ）、（ｂ）は、ぞれぞ
れ、レーザホルダ１１１を左側および右側から見た斜視図、図９（ｃ）、（ｄ）は、それ
ぞれ、レーザホルダ１１１を左側および右側から見た側面図である。
【００７４】
　図９（ａ）～図９（ｄ）に示すように、レーザ光源１１０は、鍔部１１０ｊ、１１０ｋ
の上面に、それぞれ、板ばね１１２の凸部１１２ａ、１１２ｂが当接することにより、上
下方向の位置が決定される。すなわち、上記のように、弾性変形した山折部１１２ｄの復
元力によって、レーザ光源１１０の鍔部１１０ｊ、１１０ｋの上面が、それぞれ、板ばね
１１２の凸部１１２ａ、１１２ｂによって下方向に押され、レーザ光源１１０の下面１１
０ｉが開口１１１ａの平坦部１１１ｈに押し付けられる。これにより、レーザ光源１１０
が、上下方向に位置決めされる。
【００７５】
　以上のようにして、レーザホルダ１１１に対するレーザ光源１１０の上下左右前後方向
の位置が決定されると、レーザ光源１１０とレーザホルダ１１１との境界部分に接着剤が
塗布され、レーザ光源１１０がレーザホルダ１１１に対して接着固定される。その後、図
６（ｂ）に示すように、レーザホルダ１１１の溝１１１ｉにヒートジェルが流入され、レ
ーザ光源１１０とレーザホルダ１１１の隙間が埋められる。これにより、レーザ光源１１
０のレーザ素子１１０ｃによって生じた熱が、効率よく、フレーム１１０ａを介して、レ
ーザホルダ１１１に伝達される。
【００７６】
　このように、レーザ光源１１０とレーザホルダ１１１の隙間にヒートジェルを塗布する
ためにレーザホルダ１１１に溝１１１ｉを設ける構成は、請求項９に記載の構成の一例で
ある。
【００７７】
　その後、図６（ａ）に示すように、下側から治具装着部材１１３がレーザホルダ１１１
の溝１１１ｋに嵌め込まれ、治具装着部材１１３がレーザホルダ１１１に装着される。こ
れにより、図６（ｂ）に示すように、レーザ光源１１０とレーザホルダ１１１の組立が完
了する。
【００７８】
　図１０（ａ）は、コリメータレンズ１２０とコリメータレンズホルダ１２１の分解斜視
図である。図１０（ｂ）、図１０（ｃ）は、コリメータレンズ１２０がコリメータレンズ
ホルダ１２１に装着された状態を示す斜視図である。図１０（ｄ）は、押さえばね１２２
を示す斜視図である。
【００７９】
　図１０（ａ）を参照して、コリメータレンズホルダ１２１は、正面視において略円形の
輪郭を有するとともに、開口１２１ａが形成された有底筒状の枠部材である。また、図１
０（ｂ）を参照して、コリメータレンズホルダ１２１のＸ軸負側の側面の中央には、開口
１２１ａよりも小さい径の開口１２１ｂが形成されている。開口１２１ｂは、レーザ光を
ミラー１３０へと導くためのものである。
【００８０】
　コリメータレンズホルダ１２１の外周面には、コリメータレンズ１２０とコリメータレ
ンズホルダ１２１を接着固定する際に接着剤を流入させるための２つの穴１２１ｃ、１２
１ｄが、Ｙ軸方向に並ぶように形成されている。また、コリメータレンズホルダ１２１の
外周面には、ＸＹ平面に平行な平坦部１２１ｅ、１２１ｆが、Ｚ軸方向に対称に形成され
ている。
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【００８１】
　開口１２１ａの径は、コリメータレンズ１２０の径よりも僅かに大きい。コリメータレ
ンズ１２０のＸ軸負方向の面が開口１２１ａの底に当接するまで、Ｘ軸正側からコリメー
タレンズ１２０が開口１２１ａに嵌め込まれる（図１０（ｃ）参照）。この状態で、穴１
２１ｃ、１２１ｄに接着剤が流入され、コリメータレンズ１２０がコリメータレンズホル
ダ１２１に接着固定される。
【００８２】
　図１０（ｄ）を参照して、押さえばね１２２は、バネ性のある板ばねであり、中央に一
段低い段部１２２ａを有する。押さえばね１２２は、Ｙ軸方向に対称な形状を有する。押
さえばね１２２には、押さえばね１２２をベース４００に装着するための２つの鉤部１２
２ｂが形成されている。
【００８３】
　図１１（ａ）は、ベース４００をＺ軸負側から見た斜視図、図１１（ｂ）は、ベース４
００をＺ軸正側から見た斜視図である。
【００８４】
　図１１（ａ）、図１１（ｂ）を参照して、ベース４００は、Ｘ軸方向に長い板状の形状
を有し、投射ユニット１００を収容するための投射ハウジング部４１０と、受光ユニット
２００を収容するための受光ハウジング部４２０が一体的に形成されている。ベース４０
０は、亜鉛、マグネシウム等の熱伝導率の高い金属により形成されている。
【００８５】
　また、ベース４００には、回路基板３００を装着するための凸部４００ａ～４００ｄが
形成され、さらに、回路基板３００を螺着するためのネジ穴４００ｅ、４００ｆが形成さ
れている。ベース４００には、投射ユニット１００と受光ユニット２００が、互いにＸ軸
方向に並ぶように装着される。また、ベース４００は、レーザ光源１１０等で生じた熱を
外部に放熱するヒートシンクとして作用する。投射ハウジング部４１０のＺ軸負側の面（
光学部材の設置面）は、受光ハウジング部４２０に比べて、Ｚ軸正方向に、一段低くなっ
ている。
【００８６】
　図１２（ａ）は、投射ハウジング部４１０周辺をＺ軸負側から見た斜視図である。図１
２（ｂ）は、投射ハウジング部４１０周辺をＹ軸正側から見た斜視図である。図１２（ｃ
）は、投射ハウジング部４１０周辺をＺ軸正側から見た斜視図である。
【００８７】
　図１２（ａ）を参照して、投射ハウジング部４１０は、Ｚ軸負側の面に、レーザホルダ
１１１、コリメータレンズホルダ１２１およびミラー１３０を装着するための構造を有し
ている。投射ハウジング部４１０には、Ｚ軸正方向に一段低くなった段部４１１と、Ｚ軸
負方向に突出する壁部４１２と、コリメータレンズホルダ装着部４１３と、ミラー装着部
４１４が形成されている。
【００８８】
　なお、このように、投射ハウジング部４１０は、Ｚ軸負側の面に、レーザホルダ１１１
、コリメータレンズホルダ１２１およびミラー１３０を装着するための構造を設ける構成
は、請求項１０に記載の構成の一例である。
【００８９】
　段部４１１には、中央に円形の開口４１１ａが形成され、さらに、２つの隅に方形状の
穴４１１ｂ、４１１ｃが形成されている。壁部４１２は、ＹＺ平面に平行な平面となって
おり、中央にＵ字型の切り欠き４１２ａが形成されている。切り欠き４１２ａのＹ軸方向
の幅は、レーザホルダ１１１の開口１１１ｅ（図７（ｄ）参照）のＹ軸方向の幅よりも広
く、レーザホルダ１１１の平坦部１１１ｌ（図７（ｄ）参照）のＹ軸方向の幅よりも狭い
。また、段部４１１から壁部４１２の上端（Ｚ軸負方向の端部）までの高さは、レーザホ
ルダ１１１のＺ軸方向の幅よりもやや大きい。また、段部４１１のＹ軸方向の幅は、レー
ザホルダ１１１のＹ軸方向の幅よりもかなり広い。
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【００９０】
　なお、ベース４００の投射ハウジング部４１０に段部４１１を設ける構成は、請求項４
に記載の構成の一例である。
【００９１】
　図１２（ｂ）を参照して、コリメータレンズホルダ装着部４１３には、ＸＹ平面に平行
な底面４１３ａと、ＸＹ平面からＹＺ平面の面内方向かつＺ軸負方向に所定の角度だけ傾
いた傾斜面４１３ｂ、４１３ｃが形成されている。底面４１３ａの中央には、略方形状の
開口４１３ｄが形成されている。また、コリメータレンズホルダ装着部４１３のＹ軸正負
方向には、押さえばね１２２を装着するための押さえばね装着部４１３ｅが形成されてい
る。押さえばね装着部４１３ｅには、押さえばね１２２の鉤部１２２ｂと係合して押さえ
ばね１２２を抜け止めする係合部が設けられている。
【００９２】
　また、ミラー装着部４１４は、ＸＹ平面からＸＺ平面の面内方向かつＺ軸負方向に４５
°傾いた２つの傾斜面からなっている。２つの傾斜面間のＹ軸方向の幅は、ミラー１３０
のＹ軸方向の幅よりも狭い。また、ミラー装着部４１４のＺ軸正方向の端部からＸ軸正方
向に所定の距離だけ離れた位置に、Ｘ軸正方向におけるミラー１３０の変位を規制して、
ミラー１３０を傾斜させた状態で固定するための２つの凸部４１４ａが形成されている。
【００９３】
　図１２（ｃ）を参照して、投射ハウジング部４１０の前面（Ｚ軸正方向）には、ＤＯＥ
装着部４１５が形成されている。ＤＯＥ装着部４１５は、ＤＯＥ１４０を僅かな隙間をも
って嵌め込むことが可能な輪郭を有し、また、ベース４００の表面よりも一段低い平坦な
底面４１５ａを有している。底面４１５ａのＺ軸方向の深さは、ＤＯＥ１４０の厚みより
もやや深い。また、底面４１５ａは、ＸＹ平面に平行な平面となっている。また、ＤＯＥ
装着部４１５には、ＤＯＥ１４０の外周と僅かな隙間をもって対向する壁面４１５ｂ～４
１５ｅが形成されている。壁面４１５ｂ、４１５ｄは、ＸＺ平面に平行な平面となってお
り、壁面４１５ｃ、４１５ｅは、ＹＺ平面に平行な平面となっている。
【００９４】
　ＤＯＥ装着部４１５の底面４１５ａの中央には、レーザ光源１１０からのレーザ光をＤ
ＯＥ１４０に導くための開口４１５ｆが形成されている。また、ＤＯＥ装着部４１５の４
隅には、ＤＯＥ１４０をベース４００に接着する際に接着剤を塗布するための略Ｕ字型の
接着溝４１５ｇ～４１５ｊが形成されている。
【００９５】
　図１２（ａ）を参照して、投射ユニット１００の組立時には、まず、ミラー１３０が、
ミラー装着部４１４に載置される。このとき、ミラー１３０のＺ軸正側の端部が２つの凸
部４１４ａに押し当てられる。この状態で、ミラー１３０が接着固定される。これにより
、ミラー１３０が、ＸＹ平面に対して、ＹＺ平面の面内方向に４５°の傾きを持つように
、投射ハウジング部４１０に装着される。
【００９６】
　次に、コリメータレンズ１２０が装着されたコリメータレンズホルダ１２１が、傾斜面
４１３ｂ、４１３ｃに載せられる。このとき、コリメータレンズホルダ１２１の平坦部１
２１ｆ（図１０（ｂ）参照）は、コリメータレンズホルダ装着部４１３の底面４１３ａに
接触せず、コリメータレンズホルダ１２１の円周部と、傾斜面４１３ｂ、４１３ｃが互い
に線接触する。
【００９７】
　そして、押さえばね１２２が、コリメータレンズホルダ１２１の押さえばね装着部４１
３ｅに装着される。このとき、押さえばね１２２の段部１２２ａがＺ軸負方向に撓み、そ
の復元力によって、コリメータレンズホルダ１２１の平坦部１２１ｅがＺ軸正方向に押さ
れる。これにより、コリメータレンズホルダ１２１は、傾斜面４１３ｂ、４１３ｃに押し
付けられ、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向の移動が抑制される。
【００９８】
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　次に、レーザ光源１１０が装着されたレーザホルダ１１１に治具が取り付けられ、レー
ザホルダ１１１のＸ軸正方向の外側面の平坦部１１１ｌ（図７（ｂ）参照）が壁部４１２
のＸ軸負側の面に押し当てられる。
【００９９】
　図１３（ａ）は、レーザホルダ１１１が、治具により、壁部４１２に押し当てられた状
態を示す斜視図である。なお、図１３（ａ）には、便宜上、位置調整用の治具の図示が省
略されている。
【０１００】
　図１３（ａ）に示す状態において、レーザホルダ１１１と段部４１１との間には、Ｚ軸
方向およびＹ軸方向に、所定の隙間が存在する。レーザホルダ１１１は、治具により、壁
部４１２に押し付けられつつ、ＹＺ平面の面内方向に変位される。こうして、レーザ光源
１１０を変位させながら、レーザ光源１１０の光軸とコリメータレンズ１２０の光軸が一
致するよう、レーザ光源１１０のＹＺ平面の面内方向における位置調整が行われる。この
調整は、レーザ光を点灯させた状態で行われる。
【０１０１】
　かかる調整の後、コリメータレンズ１２０の位置調整が行われる。ここでは、治具を用
いて、コリメータレンズホルダ１２１がＸ軸方向に変位され、コリメータレンズ１２０の
焦点位置がレーザ光源１１０の発光点に対して適正な位置となるよう、コリメータレンズ
１２０のＸ軸方向の位置調整が行われる。
【０１０２】
　図１３（ｂ）を参照して、こうして位置調整がなされた後、穴４１１ｂ、４１１ｃを介
して、レーザホルダ１１１と壁部４１２の接触部に接着剤が塗布される。これにより、レ
ーザホルダ１１１が投射ハウジング部４１０に接着固定される。こうしてレーザホルダ１
１１が投射ハウジング部４１０に固定された状態において、レーザ光源１１０のフレーム
１１０ａのＺ軸正側の面は、ベース４００の表面（段部４１１の表面）に平行または略平
行となり、また、フレーム１１０ａのＺ軸正側の面は、レーザホルダ１１１を介して、ベ
ース４００の表面（段部４１１の表面）に対向することとなる。
【０１０３】
　この構成は、請求項２に記載の構成の一例である。また、このようにレーザ光源１１０
がレーザホルダ１１１を介してベース４００に設置される構成は、請求項３に記載の構成
の一例である。
【０１０４】
　このようにレーザホルダ１１１が投射ハウジング部４１０に固定された状態において、
レーザホルダ１１１と段部４１１の間に、所定の隙間が存在する。この隙間に、開口４１
１ａを介して、ヒートジェルが流入され、この隙間がヒートジェルによって埋められる。
上述のように、レーザ光源１１０のフレーム１１０ａとレーザホルダ１１１はともに金属
で構成され、フレーム１１０ａとレーザホルダ１１１との隙間がヒートジェルで埋められ
ている。したがって、レーザ光源１１０で発生した熱は、レーザホルダ１１１、ヒートジ
ェルを介して、ベース４００に効率よく伝達される。こうして、伝達されたレーザ光源１
１０の熱は、表面積の広いベース４００により、効率よく外部に放熱される。
【０１０５】
　このように開口４１１ａを介してヒートジェルが塗布される構成は、請求項５に記載の
構成の一例である。
【０１０６】
　さらに、開口４１３ｄを介して、コリメータレンズホルダ１２１とコリメータレンズホ
ルダ装着部４１３の傾斜面４１３ｂ、４１３ｃとが接触する位置に、左右均等に接着剤が
塗布される。これにより、コリメータレンズホルダ１２１が投射ハウジング部４１０に接
着固定される。
【０１０７】
　しかる後、図１２（ｃ）に示すように、ＤＯＥ１４０が、ＤＯＥ装着部４１５に嵌め込
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まれる。ＤＯＥ装着部４１５の底面４１５ａは、ＸＹ平面に平行な平面となっているため
、ＤＯＥ１４０をＤＯＥ装着部４１５の底面４１５ａに設置することにより、投射ハウジ
ング部４１０に対するＤＯＥ１４０のＺ軸方向の位置が決定される。また、ＤＯＥ１４０
のＹ軸正側の側面とＸ軸負方向の側面が、それぞれ、壁面４１５ｂ、４１５ｃに押し当て
られ、ＤＯＥ１４０のＹ軸方向とＸ軸方向の位置が決定される。この状態で、接着溝４１
５ｇ～４１５ｊに接着剤が流入され、ＤＯＥ１４０が投射ハウジング部４１０に固着され
る。
【０１０８】
　こうして、図１３（ｂ）に示すように、投射ユニット１００の組立が完了する。
【０１０９】
　以上のようにして投射ユニット１００の組立が完了すると、ベース４００の受光ハウジ
ング部４２０（図１１（ａ）、（ｂ）参照）に、撮像レンズホルダ２６０（図５参照）が
装着される。図１１（ａ）、（ｂ）に示すように、受光ハウジング部４２０には、レンズ
バレル２５０（図５参照）が嵌まり込む開口が形成されている。この開口にレンズバレル
２５０を嵌め込むようにして、受光ハウジング部４２０のＺ軸負側の面に、撮像レンズホ
ルダ２６０が装着される（図５参照）。
【０１１０】
　さらに、撮像レンズホルダ２６０のＺ軸負側の面に、イメージセンサ回路基板２４１が
装着される。撮像レンズホルダ２６０のＺ軸負側の面には、ＣＭＯＳイメージセンサ２４
０を収容するための凹部（図示せず）が設けられている。撮像レンズホルダ２６０のＺ軸
負側の面にイメージセンサ回路基板２４１が装着されるとき、この凹部にＣＭＯＳイメー
ジセンサ２４０が収容される。
【０１１１】
　その後、回路基板３００が、ネジ４０１、４０２によって、ベース４００のＺ軸負側の
面に固着される。回路基板３００は、四隅に形成された切り欠き３００ａ～３００ｄ（図
５参照）がベース４００の凸部４００ａ～４００ｄ（図１１（ａ）参照）に係合し、且つ
、Ｚ軸正側の面が凸部４００ａ、４００ｃの間の壁の上面と投射ハウジング部４１０（図
１１（ａ）参照）の上面に当接するように、Ｚ軸負側からベース４００に重ねられる。こ
の状態で、ネジ４０１、４０２が、ネジ溝３００ｅ、３００ｆ（図５参照）を介してネジ
穴４００ｅ、４００ｆに螺着され、回路基板３００がベース４００に装着される。
【０１１２】
　図１４（ａ）は、回路基板３００がベース４００に装着された状態の情報取得装置２を
Ｚ軸負側から見た斜視図、図１４（ｂ）は、当該情報取得装置２をＺ軸正側から見た斜視
図である。
【０１１３】
　上述のようにして、投射ユニット１００と受光ユニット２００の組立が完了すると、回
路基板３００の四隅に設けられた切り欠き３００ａ～３００ｄと、これら切り欠き３００
ａ～３００ｄに係合するベース４００の凸部４００ａ～４００ｄとの間に、接着剤が塗布
される。これにより、回路基板３００がベース４００に接着固定される。
【０１１４】
　こうして、図１４（ａ）、図１４（ｂ）に示すように、情報取得装置２の組立が完了す
る。
【０１１５】
　図１５は、本実施の形態に係る情報取得装置２の投射光学系１０と受光光学系２０の構
成を示す模式図である。
【０１１６】
　図１５を参照して、本実施の形態におけるレーザ光源１１０は、出射光軸がＸ軸に平行
となり、且つ、フレーム１１０ａのＺ軸正側の面がベース４００のＺ軸負側の表面に平行
となるように設置される。レーザ光源１１０から出射されたレーザ光は、コリメータレン
ズ１２０により、略平行光に変換される。そして、コリメータレンズ１２０を透過したレ
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ーザ光が、ミラー１３０によりＺ軸正方向に反射されてＤＯＥ１４０に入射する。
【０１１７】
　このように、本実施の形態では、投射光学系１０のうち、レーザ光源１１０と、コリメ
ータレンズ１２０と、ミラー１３０が、ベース４００の表面に沿って並ぶため、情報取得
装置２のＺ軸方向の高さを小さくすることができる。また、この構成において、レーザ光
源１１０がフレームパッケージ型の半導体レーザで構成されているため、以下のとおり、
情報取得装置２のＺ軸方向の高さをより小さくすることができる。また、ベース４００の
レーザホルダ１１１の位置に段部４１１が形成されているため、以下のとおり、情報取得
装置２のＺ軸方向の高さをさらに小さくすることができる。
【０１１８】
　図１６（ａ）、図１６（ｂ）は、それぞれ、本実施の形態に係るレーザ光源１１０とベ
ース４００の構成を示す斜視図である。図１６（ｃ）、図１６（ｄ）は、それぞれ、比較
例に係るレーザ光源１６０とベース４００の構成を示す斜視図である。
【０１１９】
　図１６（ａ）を参照して、上記のとおり、本実施の形態では、レーザ光源１１０として
、フレームパッケージ型の半導体レーザが用いられている。また、本実施の形態では、図
１６（ｂ）に示すように、段部４１１が設けられ、この段部４１１に円形の開口４１１ａ
が形成されている。上記のように、この開口４１１ａは、ヒートジェルを塗布するために
用いられる。このため、開口４１１ａの径は、レーザホルダ１１１のＸ軸方向の幅、およ
びＹ軸方向の幅よりも小さい。
【０１２０】
　これに対し、図１６（ｃ）に示す比較例では、レーザ光源１６０として、ＣＡＮパッケ
ージ型の半導体レーザが用いられている。ＣＡＮパッケージ型の半導体レーザは、略円形
の輪郭のベース上にレーザ素子が配され、ベースよりも一回り小さい円形のＣＡＮでレー
ザ素子が覆われた形状を有する。かかる構成を有するため、レーザ光源１６０は、フレー
ムパッケージ型のレーザ光源１１０に比べて、Ｚ軸方向の寸法が大きくなる。このため、
比較例では、図１６（ｄ）に示すように、ベース４００の段部４１１に、レーザホルダ１
６１のＸ軸方向およびＹ軸方向の幅よりも大きい方形状の開口４１１ｄが形成され、この
開口４１１ｄにレーザホルダ１６１が嵌り込むよう構成されている。
【０１２１】
　図１７（ａ）は、図１６（ａ）の構成をＸ軸正方向に見た要部模式図、図１７（ｂ）は
、図１６（ｂ）の構成をＸ軸正方向に見た要部模式図である。
【０１２２】
　図１７（ａ）を参照して、上述のように、本実施の形態では、レーザ光源１１０にフレ
ームパッケージ型の半導体レーザが用いられるため、レーザホルダ１１１のＺ軸方向の寸
法ｈａを小さく抑えることができる。他方、図１７（ｂ）を参照して、比較例の場合、レ
ーザ光源１６０にＣＡＮパッケージ型の半導体レーザが用いられるため、レーザホルダ１
６１のＺ軸方向の寸法ｈｂが、本実施の形態における寸法ｈａよりも大きくなる。
【０１２３】
　このため、ベース４００のＺ軸方向の高さＨｂを本実施の形態の高さＨａと同等とする
場合には、上記のように、段部４１１に、レーザホルダ１６１のＸ軸方向およびＹ軸方向
の幅よりも大きい開口４１１ｄを設け、この開口４１１ｄからレーザホルダ１６１をＺ軸
正方向に逃がす必要がある。
【０１２４】
　しかし、こうすると、レーザホルダ１６１の下側面（Ｚ軸正方向）を、放熱面積の大き
いベース４００に接触させることができないため、放熱特性が大きく損なわれてしまう。
【０１２５】
　この問題を回避するには、図１７（ｃ）に示すように、段部４１１上にレーザホルダ１
６１を位置付けて、段部４１１とレーザホルダ１６１との間の隙間に放熱ジェルを塗布す
る構成をとることができる。しかし、こうすると、Ｚ軸方向におけるベース４００の高さ
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Ｈｃが高くなり、情報取得装置２の厚みが大きくなるとの問題が生じる。
【０１２６】
　本実施の形態では、レーザ光源１１０として、肉薄のフレームパッケージ型の半導体レ
ーザが用いられているため、放熱特性を良好なものとしつつ、情報取得装置２の薄型化を
実現することができる。
【０１２７】
　＜実施の形態の効果＞
　以上、本実施の形態では、レーザ光源１１０の光軸がミラー１３０によって折り曲げら
れる構成であるため、目標領域に対するレーザ光の投射方向（Ｚ軸方向）において、投射
光学系１０の寸法を小さくすることができ、結果、情報取得装置２の薄型化を図ることが
できる。加えて、レーザ光源１１０として、肉薄のフレームパッケージ型の半導体レーザ
が用いられ、当該半導体レーザのフレーム１１０ａのＺ軸正側の面が、レーザホルダ１１
１を介して、ベース４００の表面（段部４１１の表面）に対向するよう、レーザ光源１１
０が設置されるため、情報取得装置２をさらに薄型化することができる。
【０１２８】
　また、本実施の形態では、ベース４００のレーザホルダ１１１の位置に段部４１１が形
成されているため、情報取得装置２をさらに薄型化することができる。
【０１２９】
　また、本実施の形態では、ベース４００の段部４１１に、ヒートジェルを流入させるた
めの開口４１１ａが形成されているため、ベース４００とレーザホルダ１１１の隙間をヒ
ートジェルによって容易に埋めることができる。したがって、レーザ光源１１０で生じた
熱を、レーザホルダ１１１を介して、効率よく、ベース４００に伝達させることができる
。これにより、効率よくレーザ光源１１０の熱を外部に放熱することができる。
【０１３０】
　また、本実施の形態では、レーザ光源１１０が板ばね１１２によってレーザホルダ１１
１に押し当てられているため、レーザ光源１１０のＺ軸方向の移動が抑制され、レーザ光
源１１０のレーザホルダ１１１への装着を円滑に行うことができる。
【０１３１】
　また、本実施の形態では、レーザホルダ１１１の側面に切り欠き１１１ｂが形成されて
いるため、切り欠き１１１ｂを介してレーザホルダ１１１の内部を見ることができ、レー
ザホルダ１１１に対するレーザ光源１１０の装着を円滑かつ適正に行うことができる。
【０１３２】
　また、本実施の形態では、レーザホルダ１１１の側面に開口１１１ｇが形成されている
ため、開口１１１ｇを介してレーザホルダ１１１の内部を見ることができ、レーザホルダ
１１１に対するレーザ光源１１０の装着作業を円滑かつ適正に行うことができる。
【０１３３】
　また、本実施の形態では、レーザホルダ１１１には、ヒートジェルを流入させるための
溝１１１ｉが形成されているため、レーザ光源１１０とレーザホルダ１１１の隙間を容易
に埋めることができる。したがって、レーザ光源１１０の発熱を効率よくレーザホルダ１
１１に伝熱することができる。
【０１３４】
　＜変更例＞
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施の形態に何ら制限
されるものではなく、また、本発明の実施の形態も上記の他に種々の変更が可能である。
【０１３５】
　たとえば、上記実施の形態では、ベース４００に段部４１１が形成されたが、図１８（
ａ）に示すように、段部４１１が形成されていなくても良い。この場合、ベース４００の
高さＨｄは、上記実施の形態の場合のベース４００の高さＨａよりも厚くなるものの、図
１８（ｂ）に示すように、ＣＡＮパッケージ型のレーザ光源１６０を用いる場合のベース
４００の高さＨｅよりも小さく構成することができる。
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【０１３６】
　また、上記実施の形態では、ベース４００の段部４１１に、ヒートジェルを塗布するた
めの開口４１１ａが形成されたが、図１８（ｃ）に示すように、開口４１１ａが形成され
ていなくても良い。この場合、レーザホルダ１１１をベース４００に装着する前に、予め
、段部４１１にヒートジェルを塗布しておく等、レーザホルダ１１１と段部４１１との間
にヒートジェルを塗布する別の手段が用いられると良い。
【０１３７】
　また、上記実施の形態では、図１５に示すように、ベース４００の目標領域と反対側（
Ｚ軸負側）の面に、投射光学系１０を設置するための投射ハウジング部４１０が形成され
たが、図１９に示すように、ベース４００の目標領域側（Ｚ軸正側）の面に投射ハウジン
グ部４１０が形成され、投射光学系１０が設置されても良い。この場合においても、レー
ザ光源１１０として、肉薄のフレームパッケージ型の半導体レーザを用いることにより、
情報取得装置２を薄型化することができる。
【０１３８】
　本変更例の場合、投射光学系１０の射出瞳と受光光学系２０の入射瞳の位置を合わせる
ために、ベース４００の中央付近に段差４０３が設けられている。なお、段差４０３を設
けずに、受光光学系２０についても、ベース４００の目標領域側（Ｚ軸正側）の面に設置
しても良い。
【０１３９】
　また、上記実施の形態では、フレーム１１０ａがベース４００の表面と平行となるよう
にレーザ光源１１０が配されたが、レーザ光源１１０は、フレーム１１０ａの厚み方向の
一方の面がベース４００の表面に対向するよう配置されれば良く、たとえば、図２０（ａ
）に示すように、フレーム１１０ａがベース４００の表面に平行な位置からＹＺ平面の面
内方向に所定の角度だけ傾くように配されても良い。また、図２０（ｂ）に示すように、
レーザ光源１１０が、ＸＺ平面の面内方向に所定の角度だけ傾いていても良い。ただし、
上記実施の形態のように、レーザ光源１１０のフレーム１１０ａをベース４００の表面と
平行となるように配した方が、ベース４００の厚みを最も薄くできて好適である。
【０１４０】
　また、上記実施の形態では、レーザホルダ１１１と治具装着部材１１３が別部材として
構成されたが、レーザホルダ１１１に治具調整用の穴が直接形成されていても良い。
【０１４１】
　また、上記実施の形態では、投射ハウジング部４１０がベース４００に一体的に形成さ
れたが、別部材によって構成されていても良い。ただし、上記実施の形態のように投射ハ
ウジング部４１０をベース４００に一体的に形成した方が、Ｚ軸方向における情報取得装
置２の寸法を、より効果的に、抑制することが可能となる。
【０１４２】
　また、上記実施の形態では、目標領域に照射されるレーザ光の波長帯以外の波長帯の光
を除去するためにフィルタ２３０を配したが、たとえば、目標領域に照射されるレーザ光
以外の光の信号成分を、ＣＭＯＳイメージセンサ２４０から出力される信号から除去する
回路構成が配されるような場合には、フィルタ２３０が省略され得る。　また、上記実施
の形態では、受光素子として、ＣＭＯＳイメージセンサ２４０を用いたが、これに替えて
、ＣＣＤイメージセンサを用いることもできる。さらに、投射光学系１０および受光光学
系２０の構成も、適宜変更可能である。また、テレビ等の制御入力以外の制御形態にも、
本発明は適用可能である。
【０１４３】
　本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内において、適宜
、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１４４】
　　　　　１　…　物体検出装置
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　　　　　２　…　情報取得装置
　　　　　３　…　情報処理装置
　　　１００　…　投射ユニット（投射部）
　　　１１０　…　レーザ光源
　　１１０ａ　…　フレーム
　　　１１１　…　レーザホルダ
　　１１１ａ　…　開口（収容部）
　　１１１ｂ　…　切り欠き（開放部）
　　１１１ｃ、１１１ｄ、１１１ｆ　…　段部（壁面）
　　１１１ｇ　…　開口（開放部）
　　１１１ｉ　…　溝（溝部）
　　１１１ｍ、１１１ｎ　…　傾斜面
　　１１１ｏ、１１１ｐ　…　壁面
　　　１１２　…　板ばね
　　１１２ａ　…　凸部（当接部）
　　１１２ｄ　…　山折部（変形部）
　　　１２０　…　コリメータレンズ
　　　１３０　…　ミラー
　　　１４０　…　ＤＯＥ（回折光学素子）
　　　２００　…　受光ユニット（受光部）
　　　４００　…　ベース
　　　４１０　…　投射ハウジング部（構造）
　　　４１１　…　段部
　　４１１ａ　…　開口（開口部）

【図１】 【図２】
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